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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスバリア性フィルムと耐熱性フィルムとの間に、少なくとも耐熱多孔膜と、該耐熱多
孔膜の両面に設けられた接着剤とを有する応力緩和シートを介挿したことを特徴とする基
材。
【請求項２】
　前記接着剤は、熱可塑性粘着剤又は熱可塑性接着剤であり、全光線透過率が７０％以上
であることを特徴とする請求項１に記載の基材。
【請求項３】
　前記ガスバリア性フィルムは、酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下であり、水
蒸気透過率が０．００１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であり、かつ全光線透過率が７０％以上で
あることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の基材。
【請求項４】
　前記耐熱性フィルムは、ガラス転移温度が１２０℃以上であり、線膨張係数が１００ｐ
ｐｍ/Ｋ以下であり、かつ全光線透過率が７０％以上であることを特徴とする請求項１か
ら請求項３のいずれか１項に記載の基材。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の基材上に電極層が形成されていることを
特徴とするディスプレイ用基材。
【請求項６】
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　請求項５に記載のディスプレイ用基材と、該電極層上に形成された少なくとも発光層を
有する有機発光媒体層と、該有機発光媒体層上に形成された対向電極層とを有することを
特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（以下、有機ＥＬと略す）素子等のディスプ
レイ用・照明用基板等に用いることが可能で、ガスバリア性が高く、かつ耐熱性を有する
基材及びその基材を使用した有機ＥＬ素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、種々の表示方式のディスプレイが使用され、また実用方法も種々検討がされてい
る。ブラウン管を除くと、いずれのディスプレイも薄型化を目指すものであり、さらには
フレキシブルなものが求められるようになってきている。そこで、従来、ディスプレイを
構成していたガラス基板に代わって、樹脂フィルムを用いることが検討されている。有機
ＥＬ素子の基材に樹脂フィルムを使用する場合、形成されている素子が、水蒸気や酸素な
どに触れて性能劣化しないように超高度ハイバリア性が要求される。また、加工時や使用
時の発熱や加熱時の熱で伸びや撓みを生じにくく寸法安定性を高めるため、耐熱性及び低
線膨張係数であることが求められる。
【０００３】
　従来のガスバリア性積層フィルムとしては、高分子樹脂基材上に、無機化合物からなる
蒸着層と、水／アルコール混合溶液を主剤とするコーティング剤の塗布層からなるガスバ
リア性被膜と、の２層を形成したものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
　また、ガスバリア性積層フィルムとしては、高分子樹脂基材上に、無機化合物からなる
蒸着層と、被膜層との２層から形成し、前記被膜層を、１種以上の金属アルコキシド或い
はその加水分解物及び分子中に少なくとも２個以上のイソシアネート基を有するイソシア
ネート化合物との混合溶液を主剤とし、好ましくは塩化錫、メラミン、メラミン樹脂、ホ
ルムアルデヒドを含むコーティング剤の塗布層からなるものが知られている（例えば、特
許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１６４５９１号公報
【特許文献２】特開平７－２６８１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１、２に記載のガスバリア性積層フィルムは、耐水性及び耐湿
性を有し、ある程度の変形に耐えられる可撓性を有し、かつガスバリア性を示すが、耐熱
性及び低線膨張係数については記載も言及もされていない。
　ここで、ガスバリア性フィルムの高分子樹脂基材に耐熱性及び低線膨張係数を有した樹
脂を使用してガスバリア性フィルムを作製することは、高分子樹脂基材とバリア層との密
着性、高分子樹脂基材の耐薬品性、高分子樹脂基材とバリア層の応力差、高分子樹脂基材
の透湿度などを考慮すると作製は容易ではない。耐熱性及び低線膨張係数を有していない
バリア性フィルムを有機ＥＬの基材に使用した場合、有機ＥＬ素子工程中の熱履歴で基材
が反り、搬送・次工程の成膜は困難となる。また、搬送・成膜が仮に出来たとしても仕上
がった有機ＥＬ素子には反りが残り、有機ＥＬ層ないしバリア層に応力が掛かり、膜にク
ラックが入って表示不良が発生することがある。
【０００６】
　本発明は、このような問題点を解消するためになされたものである。反りを発生させず
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に、耐熱性とバリア性を有する基材を簡便に提供することを目的とする。また、この基材
を用いて光学特性を損なうことなく、防湿性に優れた有機ＥＬ素子を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の１態様の基材は、ガスバリア性フィルムと耐熱性
フィルムとの間に、応力緩和シートを介挿したことを特徴とする。
　このとき、前記応力緩和シートは、少なくとも耐熱多孔膜と、該耐熱多孔膜の両面に設
けられた接着剤を有する積層物であっても良い。
　また、前記接着剤は、熱可塑性粘着剤又は熱可塑性接着剤であり、全光線透過率が７０
％以上であっても良い。
【０００８】
　また、前記ガスバリア性フィルムは、酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下であ
り、水蒸気透過率が０．００１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であり、かつ全光線透過率が７０％
以上であってもよい。
　また、前記耐熱性フィルムは、ガラス転移温度が１２０℃以上であり、線膨張係数が１
００ｐｐｍ/Ｋ以下であり、かつ全光線透過率が７０％以上であっても良い。
【０００９】
　また、本発明の１態様のディスプレイ用基材は、前記１態様の基材上に電極層が形成さ
れていることを特徴とする
　また、本発明の１態様の有機エレクトロルミネッセンス素子は、前記１態様のディスプ
レイ用基材と、該電極層上に形成された少なくとも発光層を有する有機発光媒体層と、該
有機発光媒体層上に形成された対向電極層とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の態様では、ガスバリア性フィルムと耐熱性フィルムとを応力緩和シートを介して
積層させてなる基材である。ガスバリア性フィルム単体では加熱時の熱で反ってしまうが
、応力緩和シートを介して耐熱性フィルムを積層させることで反りを解消させることが可
能となる。ガスバリア性フィルムと耐熱性フィルムとの熱収縮率差により生じる反りを、
応力緩和シートの耐熱多孔膜が緩和させることで成し得る。
【００１１】
　耐熱多孔膜の両面の接着剤は、ガスバリア性フィルムと耐熱性フィルムを接着し、接着
剤に熱可塑性粘着剤又は熱可塑性接着剤を使用することで、接着剤が耐熱多孔膜の空隙に
入り込み、外部からの透湿を抑制することが出来る。
　ガスバリア性フィルムにおける酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下であり、水
蒸気透過率が０．００１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることにより、酸素や水蒸気等に弱い
部材を有する有機ＥＬ素子の支持基板等に用いることが可能となる。
【００１２】
　耐熱性フィルムにおけるガラス転移温度が１２０℃以上であり、線膨張係数が１００ｐ
ｐｍ/Ｋ以下であることにより、有機ＥＬ素子の耐熱性が要求されるディスプレイ用基板
等に用いることが可能となる。
　前記の基材上に電極層を形成することで、ディスプレイ用基材として用いることが出来
、さらに有機ＥＬ層を形成することで、経時で酸素や水蒸気等の影響を受けることなく、
ダークスポット等もない有機ＥＬ素子を提供することが出来る。また、ガスバリア性フィ
ルム、接着剤及び耐熱性フィルムの全光線透過率が７０％以上であることで、光学特性を
損なうことのない有機ＥＬ素子を提供することが出来る。
【００１３】
　このように、本発明の１態様によれば、反りを発生させずに、耐熱性とバリア性を有す
る基材を簡便に提供することが出来、また、この基材を用いて光学特性を損なうことなく
、防湿性に優れた有機ＥＬ素子を提供することが出来る。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る基材を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ素子を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態
の説明において参照する図面は、本発明の実施形態の構成を説明するためのものであり、
図示される各部の大きさや厚さ、寸法等は、実際のものとは異なる。また、本発明の用途
は有機ＥＬ素子に限定されるものではない。
　本発明の有機ＥＬ素子を、図１、２を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る基材の断面図である。本実施形態の基材１０は、図
１に示すように、ガスバリア性フィルム１と耐熱性フィルム２との間に応力緩和シート３
が介挿されて構成されたガスバリア性積層フィルムである。応力緩和シート３は、耐熱多
孔膜４の両面に接着剤５が形成されて構成される。
　図２は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ素子の断面図である。本実施形態の有機Ｅ
Ｌ素子は、図１に示すように、基材１０のガスバリア性フィルム１の上に、電極層１１、
有機発光媒体層１２、対向電極層１３、封止基材１４がこの順で積層されて構成される。
符号１５は接着層を表す。
【００１７】
（基材）
　次に、有機ＥＬ素子の基材１０を構成する各部の材料等について説明する。
（１）ガスバリア性フィルム１
　本実施形態に係るガスバリア性フィルム１の材料は、ガスバリア性フィルムとしての酸
素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下であり、水蒸気透過率が０．００１ｇ／ｍ２／
ｄａｙ以下であり、かつ全光線透過率が７０％以上であれば特に限定はされない。ガスバ
リア性フィルム１は、樹脂フィルム上にガスバリア層が形成されたものある。その樹脂フ
ィルムの例としては、ポリプロピレン、ポリエーテルサルフォン、ポリカーボネート、シ
クロオレフィンポリマー、ポリアリレート、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等を挙げることが出来る。樹脂フ
ィルムの厚みに特に制限はないが、１０ｕｍ以上２００ｕｍ以下であることが好ましい。
ガスバリア層は、ガスバリア性を有するものであれば特に制限はないが、たとえば、透明
無機酸化膜、透明無機酸化窒化膜、透明無機窒化膜などの無機膜、無機微粒子（珪素、ア
ルミニウム、亜鉛、ジルコニウム等の金属の酸化物や窒化物、ゾルゲル反応物の微粒子、
雲母、クレー、タルク等の鉱物の微粒子等）を分散した有機膜のいずれか一種を単独で、
または二種以上を組み合わせたものなどが挙げられる。ガスバリア層の膜厚は、ガスバリ
ア性として有用な厚さであれば特に制限はないが、好ましくは３０Å以上５００００A以
下である。３０A未満では、ディスプレイ用基板としてのガス遮断性が十分でなく、５０
０００Aを超えると、それ自身の応力が大きくなり、フレキシビリティが損なわれる。ガ
スバリア層の製法について特に制限はないが、たとえば、印刷法、真空蒸着法、スパッタ
リング法、イオンプレーティング法等の方法や、Ｃａｔ-ＣＶＤ法やプラズマＣＶＤ法、
大気圧プラズマＣＶＤ法を適用して形成される。成膜材料の種類、成膜のし易さ、工程効
率等を考慮して選択すればよい。
【００１８】
（２）耐熱性フィルム２
　本実施形態の耐熱性フィルム２は、後述する応力緩和シート３を介してガスバリア性フ
ィルム１と貼り合わされる。本実施形態に係る耐熱性フィルム２の材料は、ガラス転移温
度が１２０℃以上であり、線膨張係数が１００ｐｐｍ/Ｋ以下であり、かつ全光線透過率
が７０％以上であれば特に限定はされない。耐熱性フィルム２の材料の例として、ポリカ
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ーボネート樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、シクロオレフィン系
樹脂、ノルボルネン系樹脂などが挙げられる。耐熱性フィルムの厚みに特に制限はないが
、１０ｕｍ以上２００ｕｍ以下であることが好ましい。
【００１９】
（３）応力緩和シート３
　本実施形態の応力緩和シート３は、後述する耐熱多孔膜４と、その耐熱多孔膜４の両面
にそれぞれ形成された接着剤５とを有するシートである。
（４）耐熱多孔膜４
　本実施形態に係る耐熱多孔膜４は、耐熱性樹脂をマトリックスとして含む多孔膜である
。耐熱性樹脂の例としては、ポリシクロオレフィン樹脂、ポリイミド樹脂（ポリイミド、
ポリアミドイミド、ポリエーテルイミドなど）、芳香族ポリアミド樹脂（アラミドなどの
全芳香族ポリアミドなど）、芳香族ポリエステル樹脂（ポリアリレートなど）、ポリカー
ボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリエーテルケトン樹脂（ポリエーテルケトン、ポ
リエーテルエーテルケトンなど）、ポリスルホン樹脂（ポリスルホン、ポリエーテルスル
ホンなど）、ポリフェニレンスルフィド樹脂（ポリフェニレンスルフィドなど）などが挙
げられる。これらの耐熱性樹脂は、一種を単独で、または二種以上を組み合わせて使用で
きる。耐熱多孔膜は、例えば、耐熱性樹脂を有機溶媒に溶解させて、２５℃における粘度
が０．５Ｐａ・ｓ以上１００Ｐａ・ｓ以下である溶液に調整し、その溶液を支持体上にキ
ャストし、相対湿度が６０％以上である雰囲気下においてキャストした溶液の有機溶媒を
蒸発させることによりキャストした溶液の液面上で水蒸気を凝結させ、生じた微小水滴を
蒸発させることで耐熱樹脂の多孔膜を得ることが出来る。また、耐熱性樹脂と造孔剤とを
用いて作製したり、耐熱性樹脂の前駆体（モノマーまたはオリゴマーなどを含む）と造孔
剤とを含む溶液または分散液を用いて、流延または塗布により、シート成形する方法にお
いて、適当な段階で加熱などにより前駆体を反応させることにより、耐熱多孔膜を形成す
ることもできる。分散媒としては、例えばエタノール、エチレングリコールなどのアルコ
ール（Ｃ1-4アルカノール又はＣ2-4アルカンジオールなど）；アセトンなどのケトン；ジ
エチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドな
どのアミド；アセトニトリルなどのニトリル；ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド
；Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）；テトラメチル尿素；またはこれらから選択さ
れた複数の溶媒の混合物などが挙げられる。耐熱多孔膜の厚みは１ｕｍ以上２００ｕｍ以
下が好ましく、耐熱多孔膜の平均空孔径は、０．０１μｍ以上３μｍ以下が好ましい。空
孔径が小さすぎると応力緩和の効果が薄く、空孔径が大きすぎると耐熱多孔膜の強度が不
十分となる。耐熱多孔膜の空隙率は、３０体積％以上７０体積％以下が好ましい。空隙率
が小さすぎると応力緩和の効果が薄く、空隙率が大きすぎると、耐熱多孔膜の強度が不十
分となる。
【００２０】
（５）接着剤５
　本実施形態に係る接着剤５は、耐熱多孔膜４の両面にそれぞれ形成される。本実施形態
に係る接着剤５の材料は、熱可塑性の粘着剤及び接着剤が望ましく、ゴム系、アクリル系
、エポキシ系シリコーン系などを使用することができる。また、接着剤の形態は液状でも
シート状でも良い。接着剤の全光線透過率は７０％以上が好ましく、低透湿性を有するも
のが好ましく、１００ｇ/ｍ２/ｄａｙ（＠６０℃９０％ＲＨ）以下であることが好ましい
。低透湿であればあるほど、基材１０はガスバリア性を有することが出来る。接着剤５は
公知の技術で形成でき、例えばスクリーン印刷、グラビア印刷、ラミネート等を使用する
ことが出来る。接着剤５を耐熱多孔膜４の両面に形成する方法は限定されるものではなく
、例えば、ガスバリア性フィルム１、耐熱性フィルム２のそれぞれ表層に接着剤５をコー
ティングし、耐熱多孔膜を挟み込んでラミネートすることで出来る。接着剤５は熱可塑性
であるので、熱を加えることで接着剤５が耐熱多孔膜の空隙に入り込み、基材１０にバリ
ア性を持たせることが出来る。接着剤の厚みは、１ｕｍ以上３０ｕｍ以下が好ましい。薄
すぎると密着性が劣り、厚すぎるとバリア性が劣る。
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【００２１】
（有機ＥＬ素子）
　以下、有機ＥＬ素子を構成する各部の材料について説明する。本実施形態の有機ＥＬ素
子は、上記基材上に後述する電極層１１と、電極層１１上に形成された有機発光媒体層１
２と、その有機発光媒体層１２上に形成された対向電極層１３とを有する。
【００２２】
（１）電極層１１
　有機ＥＬ素子の製造は、最初に、基材１０の上に電極層１１を成膜し、必要に応じてパ
ターニングを行う。
　ここで、電極層１１の材料としては、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物）やインジウ
ム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合酸化物や、金、白金など
の金属材料や、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂やアクリル樹脂など
に分散した微粒子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれも使用することができる
。また、必要に応じて、電極層１１の配線抵抗を低くするために、銅やアルミニウムなど
の金属材料を補助電極として併設してもよい。電極層１１の形成方法としては、材料に応
じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、ス
パッタリング法などの乾式成膜法や、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜
法などを用いることができる。陽極層３のパターニング方法としては、材料や成膜方法に
応じて、マスク蒸着法、フォトリソグラフィー法、ウェットエッチング法、ドライエッチ
ング法などの既存のパターニング法を用いることができる。
【００２３】
（２）有機発光媒体層１２
　有機ＥＬ素子の製造は、次に、電極層１１の上に有機発光媒体層１２を形成する。
　本実施形態の有機発光媒体層１２としては、発光物質を含む単層膜、あるいは多層膜で
形成することができる。多層膜で形成する場合の構成例としては、正孔輸送層、電子輸送
性発光層または正孔輸送性発光層、電子輸送層からなる２層構成や正孔輸送層、発光層、
電子輸送層からなる３層構成、さらには、必要に応じて正孔（電子）注入機能と正孔（電
子）輸送機能を分けたり、正孔（電子）の輸送をプロックする層などを挿入することによ
り、さらに多層形成することがより好ましい。
【００２４】
　正孔輸送材料の例としては、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブチル）銅フタロシアニ
ン等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナクリドン化合物、１，１
－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－
Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン、
Ｎ，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４
’－ジアミン等の芳香族アミン系低分子正孔注入輸送材料や、ポリアニリン、ポリチオフ
ェン、ポリビニルカルバゾール、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリス
チレンスルホン酸との混合物などの高分子正孔輸送材料、ポリチオフェンオリゴマー材料
、その他既存の正孔輸送材料の中から選ぶことができる。
【００２５】
　発光材料としては、９，１０－ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロネン、ペ
リレン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニルブタジエン、トリス（８－キノリノ
ラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノリノラート）アルミニウム錯
体、ビス（８－キノリノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－５－トリフルオロメチ
ル－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５－シアノ－８－キ
ノリノラート）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キ
ノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、ビス（
２－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラ
ート］アルミニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体、ビス〔８－
（パラ－トシル）アミノキノリン〕亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１，２，３，４－テト
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ラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、ポリ－２，５－ジ
ヘプチルオキシ－パラ－フェニレンビニレン、クマリン系蛍光体、ペリレン系蛍光体、ピ
ラン系蛍光体、アンスロン系蛍光体、ポルフィリン系蛍光体、キナクリドン系蛍光体、Ｎ
，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系蛍光体、ナフタルイミド系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジ
アリール置換ピロロピロール系蛍光体等、Ｉｒ錯体等の燐光性発光体などの低分子系発光
材料や、ポリフルオレン、ポリパラフェニレンビニレン、ポリチオフェン、ポリスピロな
どの高分子材料や、これら高分子材料に前記低分子材料の分散または共重合した材料や、
その他既存の発光材料を用いることができる。
【００２６】
　電子輸送材料の例としては、２－（４－ビフィニルイル）－５－（４－ｔ－ブチルフェ
ニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－
オキサジアゾール、オキサジアゾール誘導体やビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノ
リノラート）ベリリウム錯体、トリアゾール化合物等を用いることができる。
　有機発光媒体層１２の膜厚は、単層または積層により形成する場合においても１０００
ｎｍ以下であり、好ましくは５０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下である。特に、高分子ＥＬ素子
の正孔輸送材料は、基材や陽極層の表面突起を覆う効果が大きく、５０～１００ｎｍ程度
厚い膜を成膜することがより好ましい。
【００２７】
　有機発光媒体層１２の形成方法としては、材料に応じて、真空蒸着法や、スピンコート
、スプレーコート、フレキソ、グラビア、マイクログラビア、凹版オフセットなどのコー
ティング法、印刷法やインクジェット法などを用いることができる。高分子発光媒体層を
溶液化する際には、形成方法に応じて、溶剤の蒸気圧、固形分比、粘度などを制御するこ
とが好ましい。溶剤としては、水、キシレン、アニソール、シクロヘキサノン、メシチレ
ン、テトラリン、シクロヘキシルベンゼン、安息香酸メチル、安息香酸エチル、トルエン
、エタノール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メタノール、
イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの単独溶媒でも、混合溶媒でも良
い。また、塗工性向上のために、必要に応じて界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫
外線吸収剤などの添加剤を適量混合することがより好ましい。塗布液の乾燥方法としては
、ＥＬ特性に支障のない程度に溶剤を取り除ければ良く、加熱しても、減圧しても、加熱
減圧しても良い。
【００２８】
（３）対向電極層１３
　有機ＥＬ素子の製造は、次に、対向電極層１３を形成する。
　対向電極層１３の材料としては、有機発光媒体層１２への電子注入効率の高い物質を用
いる。具体的にはＭｇ，Ａｌ, Ｙｂ等の金属単体を用いたり、発光媒体と接する界面にＬ
ｉや酸化Ｌｉ，ＬｉＦ等の化合物を１ｎｍ程度挟んで、安定性・導電性の高いＡｌやＣｕ
を積層して用いてもよい。または電子注入効率と安定性を両立させるため、仕事関数が低
いＬｉ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｌａ，Ｃｅ，Ｅｒ，Ｅｕ，Ｓｃ，Ｙ，Ｙｂ等の金属１種以上
と、安定なＡｇ，Ａｌ，Ｃｕ等の金属元素との合金系を用いてもよい。具体的にはＭｇＡ
ｇ，ＡｌＬｉ，ＣｕＬｉ等の合金が使用できる。対向電極層１３を透光性電極層として利
用する場合には、仕事関数が低いＬｉ，Ｃａを薄く設けた後に、ＩＴＯ（インジウムスズ
複合酸化物）やインジウム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合
酸化物を積層してもよく、有機発光媒体層１２に、仕事関数が低いＬｉ，Ｃａなどの金属
を少量ドーピングして、ＩＴＯなどの金属酸化物を積層してもよい。対向電極層１３の形
成方法は、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプ
レーティング法、スパッタリング法を用いることができる。対向電極層１３の厚さに特に
制限はないが、１０ｎｍ～１０００ｎｍ程度が望ましい。また、対向電極層１３を透光性
電極層として利用する場合、ＣａやＬｉなどの金属材料を用いる場合の膜厚は０．１～１
０ｎｍ程度が望ましい。
【００２９】
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　必要に応じ対向電極層１３上に保護膜を形成する。保護膜は電気絶縁性を有し、水分、
酸素および低分子成分に対するバリア性を有する材料で形成される。例えば、酸化ケイ素
、酸化アルミ、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化錫、インジウム錫オキサイド（ＩＴＯ
）及びチッ化ケイ素からなる群から選ばれる少なくとも１種以上の無機材料を使用できる
。保護膜の形成方法としては、スパッタリング法、ＣＶＤ法、及び真空蒸着法などを用い
ることができる。ポリシラザン組成物からなる無機ポリマーの吸湿能力と、保護膜を組み
合わせることで一層顕著な防湿効果が得られる。保護膜の厚みは膜の防湿性によるため限
定されるものではないが、０．２μｍ以上１０μｍ以下が望ましい。
【００３０】
（４）封止基材１４
　封止基材１４としては、可撓性を有し、酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下、
水蒸気透過率が０．００１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下のバリア性を有し、所定の強度を有する
ものであれば特に限定されるものではない。バリア性は、可撓性フィルムの表面に無機物
、有機物の被膜またはその両者のハイブリッド被膜が形成される。可撓性フィルムとして
例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）
等のポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、
ポリフェニレンスルフィド、ポリアミド、フッ素樹脂、ナイロン（登録商標）、シクロオ
レフィン系樹脂、アルミニウムやステンレスなどの金属箔や前記樹脂フィルムにアルミニ
ウム、銅、ニッケル、ステンレスなどの金属膜を積層させたフィルムも使用することがで
きる。バリア膜を形成する材料としては、水分や酸素など素子の劣化をもたらすものの浸
入を抑制する機能を有する材料であればよく、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素
などを用いることができる。更に該膜の脆弱性を改良する為にこれら無機層と有機材料か
らなる層の積層構造を持たせ複合膜がより好ましい。無機層と有機層の積層順については
特に制限はないが、両者を交互に複数回積層させることが好ましい。バリア膜の形成方法
については、特に制限は無く、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリ
ング法、分子線エピタキシー法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、
プラズマ重合法、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶ
Ｄ法、コーティング法などを用いる事ができる。また、封止基材１４をトップエミッショ
ン型として用いる場合は、全光線透過率が７０％以上である基材を使用する事が望ましい
。封止基材の厚みは１０～５００μｍ程度が望ましい。
【００３１】
（５）接着層１５
　接着層１５は、封止基材１４上もしくは有機ＥＬ素子を形成した基材１０上に全面もし
くは端面に形成される。端面のみに形成する場合は、内部を吸湿樹脂等で充填しておくこ
とが望ましい。接着層１５の形成方法は、印刷法、ノズル塗布法、または予め別の基材上
に形成させておいて転写させる転写法などを用いることが出来る。接着層１５の材料とし
ては、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂などからなる光硬化型接着性樹
脂、熱硬化型接着性樹脂、２液硬化型接着性樹脂や、ポリエチレン、ポリプロピレンなど
の酸変性物からなる熱可塑性接着性樹脂などを単層もしくは積層して用いることができる
。特に、耐湿性、耐水性に優れ、硬化時の収縮が少ないエポキシ系熱硬化型接着性樹脂を
用いることが望ましい。また、接着層１５内部の含有水分を除去するために、酸化バリウ
ムや酸化カルシウムなどの乾燥剤を混入したり、接着層の厚みをコントロールするために
数％程度の無機フィラーを混入したりしても良い。
【００３２】
　有機ＥＬ素子基材と封止基材との貼合わせは、不活性ガス雰囲気下で行い、気泡が入ら
ないように撓ませながら貼合わせを行う。貼合安定性、貼合部内への気泡混入防止等を考
慮し、１０Ｐａ以下１×１０-5Ｐａ以上の減圧及び０．０１ＭＰａ以上０．５ＭＰａ以下
の加圧条件で行うことがより好ましい。
【実施例】
【００３３】
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　ガスバリア性フィルムは、厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムの上面にＡｌ２Ｏ３（酸化ア
ルミニウム）を真空蒸着法により、膜厚５００Åの薄膜層を形成し、その上にポリビニル
アルコールの３．０ｗｔ％水／イソプロピルアルコール溶液（水：イソプロピルアルコー
ル重量比で９０：１０）を塗布し乾燥機で１２０℃、１分間乾燥させ、膜厚約０．３μｍ
の被膜を形成し、さらに真空蒸着法により、Ａｌ２Ｏ３（酸化アルミニウム）を膜厚５０
０Åの薄膜層を形成したものを使用した。耐熱性フィルムはシクロオレフィンコポリマー
樹脂からなるフィルム（グンゼ社製、Ｆ１フィルム、厚さ１００μｍ）を使用した。ガス
バリア性フィルムのバリア層上、耐熱性フィルム上にポリイソブチレン系樹脂からなる熱
可塑性粘着剤を３０μｍ厚でコーティングし、耐熱多孔膜を挟み込むように熱ラミネート
（温度：７０℃）して、基材１０を得た。使用した耐熱多孔膜は、孔径１０μｍ、空孔率
４０％で、ポリカーボネートを溶解させたトルエン溶液を５０μｍの厚さでキャストし、
これを温度３５℃、相対湿度９６％に調整されたオーブン内に３０分間静置し、トルエン
を蒸発させたものである。
【００３４】
　上記基材を有機ＥＬ素子の基材１０（５ｃｍ）に使用し、基材１０上にスパッタリング
法で電極層１１としてＩＴＯ膜（１５０ｎｍ）をパターン成膜した。
　次に有機発光媒体層１２として、正孔輸送層にポリ（３，４－エチレンジオキシチオフ
ェン）とポリスチレンスルホン酸との混合物（ＰＥＤＯＴ-ＰＳＳ）からなる５０ｎｍの
正孔輸送層と、ポリ[２－メトキシ－５－（２'－エチルヘキシロキシ）－１、４－フェニ
レンビニレン]（ＭＥＨＰＰＶ）からなる８０ｎｍ厚の発光層をそれぞれ印刷法により形
成した。
【００３５】
　次に、蒸着室とＣＶＤ室とが連結された蒸着装置に基板を移動し、最初に基板を蒸着室
に移動させ、Ｃａ（１０ｎｍ）、Ａｌ（１５０ｎｍ）をこの順に積層形成した。次に基板
をＣＶＤ室に移動させ、有機発光媒体層１２と対向電極層１３を被覆するように、保護膜
の窒化珪素膜をＣＶＤ法で３μｍ形成した。
　封止基材１４はＰＥＴ／アルミニウム箔（９５μｍ）からなるバリアフィルム（４ｃｍ
□）を使用し、アクリル系熱硬化樹脂を厚み２０μｍでコーティングした。
　最後に積層された有機ＥＬ素子基材と、接着剤が形成された封止基材を真空１Ｐａ、加
圧０．１ＭＰａで貼り合せを行い、フレキシブル有機ＥＬ素子を得た。
【００３６】
（実施例２）
　基材の耐熱性フィルムにポリエーテルスルホンからなるフィルム（住友ベークライト社
製、１００μｍ）を使用したことを除いて、実施例１の手順を繰り返して、フレキシブル
有機ＥＬ素子を得た。
（比較例１）
　実施例１で耐熱多孔膜を取り除いたことを除いて、実施例１の手順を繰り返した。
【００３７】
（比較例２）
　実施例１で基材１０にガスバリア性フィルムのみを使用したことを除いて、実施例１の
手順を繰り返した。
（評価）
　実施例１、２及び比較例１、２に記載した有機ＥＬ素子の基材１０をオーブンに１５０
℃３０分間放置した。放置後の反り量を表１に示す。また、実施例１、２及び比較例１、
２で得た有機ＥＬ素子を４０℃９０％ＲＨの恒温恒湿槽に２５０ｈ放置した。放置前後の
平均ダークスポットサイズも表1に示す。
【００３８】
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【表１】

　表１から分かるように、実施例１、２で使用した基材は、比較例１、２で使用した基材
に比べ反り量が少ない。このことから、耐熱性フィルムと接着剤を介して貼り合せること
で反りが低減し、さらに接着剤の間に形成した耐熱多孔膜を設けた応力緩和シートを介し
て貼り合せる事で反りが低減できた。また、実施例１、２で作製した素子は、恒温恒槽放
置によるダークスポットサイズが、比較例１と同等で比較例２より小さい。このことから
、接着剤の間に耐熱多孔膜を形成してもバリア性を損なうことがなく、また、耐熱性フィ
ルムと応力緩和シートを介して貼り合せる事で封止性能が向上した。よって、反りを発生
させずに、防湿性に優れた有機ＥＬ素子を提供することが出来た。
【符号の説明】
【００３９】
　１…ガスバリア性フィルム
　２…耐熱性フィルム
　３…応力緩和シート
　４…耐熱多孔膜
　５…接着剤
　１０…基材
　１１…電極層
　１２…有機発光媒体層
　１３…対向電極層
　１４…封止基材
　１５…接着層
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